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1. 中国大陆晶圆厂扩产拉动各类半导体设备需求

I. 半导体制造工艺和晶圆厂设备需求情况

II. 中国大陆产线进展：行业增速39%，晶圆厂扩产拉动各类半导体设备需求

III.国内主要下游晶圆厂扩产进展更新和对应市场空间测算
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资料来源：各公司官网，中信证券研究部

资料来源：Intel官网，中信证券研究部

半导体产业链各环节

晶圆制造流程

半导体制造：世界最精密制造业，纳米级工艺

晶圆 涂光刻胶 光刻曝光 光刻曝光 刻蚀 光刻胶清洗 离子注入

晶体管形成薄膜沉积薄膜沉积化学机械抛光金属多层连接

IC设计 IC制造 封装测试

IC设备

IC材料

IP、EDA工具

集成电路内部结构纵切示意图

资料来源：Semiengineering，中信证券研究部
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半导体制造：工艺主流尺寸缩进，摩尔定律2年递减

资料来源：各公司网站，中信证券研究部

台积电、英特尔、三星 14/16nm、10nm、7nm工艺指标比较

IRDS基本路
线图16/14nm

英特尔
14nm

三星 14nm
TSMC 

16nm
IRDS基本路
线图10nm

TSMC 

10nm
三星 10nm TSMC 7nm

TSMC 

7nm+
三星 7nm 

EUV
英特尔
10nm

量产时间 2015 2014 2015 2015 2017 2017 2017 2018Q2 ~2019Q2 ~2019 ~2019H2

晶体管结构
FinFET/FDS

OI
FinFET FinFET FinFET

FinFET/FD

SOI
FinFET FinFET FinFET FinFET FinFET FinFET

鳍片间距
Fin pitch (nm)

42 43 49 45 36 36 42 N/A N/A ~27 34

栅极间距Gate 
pitch(nm)

70 70 78 88 54 66 68 ~54 N/A 54 54

最小金属间距
Min Metal 
pitch (nm)

56 52 67 70 36 42 48 40 N/A 36 36

逻辑单元高度
(nm)

N/A N/A N/A N/A N/A 360 420 N/A N/A N/A 272

逻辑晶体管密度
（MTr/mm²）

N/A 37.5 ~30.5 ~29 N/A 48.1 51.6 ~80 ~100 101.2 100.8

鳍片高度Fin 
height (nm)

42 42 37 37 45 ~44 49 N/A N/A N/A 53

栅极长度Gate 
length (nm)

24-26 24 30 33 20-22 N/A ~25 N/A N/A N/A ~18

N+1

(8nm)

主流晶圆厂先进制程进展
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设备类型：薄膜沉积、刻蚀、过程控制等设备均为百亿美金级别市场

资料来源：《半导体制造技术》（Michael Quirk），中信证券研究部

晶圆厂半导体制造流程及相关半导体设备示意图
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薄膜沉积 光刻 刻蚀 过程控制

自动化制造和控制 清洗 涂胶显影 其他晶圆级设备

CMP 快速热处理/氧化扩散 离子注入 去胶

2021年半导体设备各细分类型市场销售额占比

 从晶圆厂内各工艺环节来看，薄膜沉积、光刻、刻蚀设备是产线

中总价值量最高的三类半导体设备，2021年均占全球半导体设备

市场的20%以上。

 晶圆厂内半导体设备按照类型可大致分为薄膜沉积、光刻、刻蚀、

过程控制、自动化制造和控制、清洗、涂布显影、去胶、化学机

械研磨（CMP）、快速热处理/氧化扩散、离子注入、其他晶圆级

设备等类别，其中薄膜沉积、光刻、刻蚀、过程控制占比最大。

资料来源：Gartner，中信证券研究部
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晶圆厂投资规模

 7nm的12英寸晶圆厂每1万片/月产能Capex规模在25亿美元左右。

 45nm的12英寸晶圆厂每1万片/月产能Capex规模在9.2亿美元左右。

 90nm的12英寸晶圆厂每1万片/月产能Capex规模在4.8亿美元左右。

 0.13μm的8英寸晶圆厂每1万片/月等效12英寸产能（2.25万片/月8英寸产能）Capex规模在6.3亿美元左右。——若同为购买全新设备，新
建12英寸产线效率更高，同等产能下投入更低。

• 资料来源：IC Insights，中信证券研究部 注：投资包括:建厂、设备、IT基础设施、自动化、产能10K片/月

各制程每万片/月产能晶圆代工厂投资规模（亿美元）
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设备销售额与半导体行业景气度同步
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北美半导体设备制造商:出货额:当月值 YoY
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资料来源：SEMI（上图）、WSTS（下图）、中信证券研究部
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 在国内晶圆厂扩产驱动下，半导体设备需求持续拉

升。据SEMI数据，2021年全球半导体设备市场同比

增加44%达到1026亿美元的历史新高，SEMI预计到

2022年将扩大到1140亿美元。

 2021年中国大陆半导体设备市场销售额增长58%，达

到296亿美元，占全球市场约28.9%，再次成为半导

体设备的最大市场，这也是中国市场连续第四年增

长。

 由于晶圆厂扩产加速，国内市场增速显著高于全球。

我们预计2023年中芯国际、长鑫存储、华虹集团、

长江存储等国内主流晶圆厂均为扩产主力，多个新

厂区项目将继续拉动国内设备市场需求。

资料来源：SEMI，中信证券研究部

全球半导体设备市场规模（亿美元）

中国大陆产线进展：行业增速44%，晶圆厂扩产拉动各类半导体设备需求

中国半导体设备市场规模（亿美元）及在全球市场占比

资料来源：SEMI（含预测），中信证券研究部
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 我们预计2023年中芯国际、合肥长鑫、

华虹集团、长江存储均为扩产主力。

 长江存储：3D NAND Flash存储器国内

龙头IDM，三期总产能规划30万片/月。

 中芯国际：中国大陆晶圆代工龙头，深

圳、北京、上海临港项目依次扩产，已

披露产能规划有望新增约40万片/月。

 华虹无锡：12英寸成熟制程头部厂商，

2022年持续扩产，新项目有望上马，有

望扩张10万片以上月产能。

 华力集成：12英寸先进制程头部厂商，

后续有望新建Fab 8，新增约4万片/月

先进制程产能。

 长鑫存储：DRAM存储器国内龙头IDM，

三期总产能规划37.5万片/月。

资料来源：SEMI，中信证券研究部

国内主要下游晶圆厂扩产进展更新

中国大陆半导体生产线分布图（2020年4月）
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资料来源：SEMI，中信证券研究部

国内主要下游晶圆厂扩产进展更新

中国大陆半导体生产线分布图（2021年2月）
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未来中国大陆晶圆厂产能扩张统计

状态 公司 工厂代码 地点 生产项目 晶圆尺寸 规划月产量（万片） 投资金额（亿元）

在建

中芯国际 SN2 上海 晶圆代工 12" 3.5 87.5

中芯国际 B3P1 北京 晶圆代工 12" 5 38

长江存储 Fab2 武汉 NAND Flash 12" 10 80

紫光集团 CD 成都 NAND、DRAM 12" 30 240

广州粤芯 广州 模拟芯片、功率器件、微控制器 12" 4 5.38 

芯恩 青岛 逻辑代工 12" 4 21.74 

芯恩 青岛 逻辑代工 8" 8

华润微电子 重庆 MOSFET、IGBT、电源管理芯片等功率半导体 12" 14.29

士兰微（士兰集昕） Fab2 杭州 MEMS、功率器件 8" 4 2.14 

积塔半导体 上海 功率器件、电源管理、传感器等 12" 8吋线和12吋线共359亿元

积塔半导体 上海 功率器件、电源管理、传感器等 8" 8吋线和12吋线共359亿元

赛莱克斯 北京 MEMS传感器 8" 3

海辰半导体 无锡
面板驱动IC（DDI）、电源管理IC（PMIC）、CMOS影像感测
器（CIS）

8" 10.5 9.7

万国半导体 CQ 重庆 功率半导体 12" 7 5.71 

富能半导体 8" 3 9.2307692

济南泉芯 12"

赣州名芯 8"

青岛城芯 12"

拟建

中芯国际 B3P2 北京 晶圆代工 12" 5 38

中芯国际 B3P3 北京 晶圆代工 12" 5

中芯国际 B3P4 北京 晶圆代工 12" 5

华虹集团（上海华力） Fab8 上海 12" 4 59.54 

华虹集团（华虹半导体） Fab9 无锡 12" 8 25

长江存储 Fab3 武汉 NAND Flash 12" 10 80

合肥长鑫 Fab 2 合肥 DRAM 12" 12.5 72

合肥长鑫 Fab 3 合肥 DRAM 12" 12.5 72

晶合集成 N3 合肥 面板驱动及逻辑代工 12" 4 9.85 

晶合集成 N4 合肥 面板驱动及逻辑代工 12" 4 9.85 

士兰微（士兰集科） Fab2 厦门 MEMS、功率器件 12" 8 14.29

矽力杰 青岛 先进模拟芯片 12" 25.71 

中科晶芯 成都 功率半导体 8"

国内新建晶圆厂及晶圆厂扩产情况统计（8寸及以上产线）

资料来源：各公司网站，中信证券研究部；注：投资金额统一换算为人民币，汇率为人民币：美元=7:1

 中国大陆晶圆厂现有计划未来新增产能235万片/月（等效12英寸），总投资额超过1500亿美元，对应平均每1万片/月
产能投资额约6.5亿美元。其中前道设备投资大致占50%~60%。
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未来资本开支及对应设备国内市场空间测算

2022E 2023E 2024E

国内每年新增产能假设（万片/月，12英
寸）

32.3 35 40

对应投资额（亿美元，按照65~45nm每万
片7.5~9亿美元假设）

242.25 262.5 320

对应设备采购额（亿美元，按照投资额的
80%）

193.8 210 256

国产化率 20% 25% 30%

国产厂商所占市场（亿美元） 38.76 52.5 76.8

国产厂商增速 ~40% 35.5% 46.3%

国内半导体设备厂商市场空间测算

国内半导体设备厂商主要面向国内客户为主，考虑国内市场：

 8英寸2021年产能101.85万片/月，已公开的扩产计划达成后达到114.3万片/月，扩产规模已相对有限。

 12英寸2021年产能114.7万片/月，已公开的扩产计划达成后达到349万片/月，增长204.3%，假设5~6年内陆续实施，
CAGR=20%~25%。新增投资额对应1524.5亿美元，假设其中80%用于设备投资，对应1220亿美元，按照5年均摊到每
年244亿美元设备采购额。

资料来源：IC Insights，中信证券研究部（含预测）
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2. 国产化趋势：美日设备占比最高，国产占比呈
现显著上升趋势

I. 美日欧厂商在半导体设备领域具备传统优势

II. 长江存储：美日占比最高，中国大陆占比持续提升

III.华力集成：美日占比最高，中国大陆2020年占比达28%

IV. 华虹无锡：美日占比最高，中国大陆近两年占比达23%
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 从行业格局来看，美日欧厂商在半导体设备领域具备传统优势，占据半导体设备全球前15名席位。国际主流厂商中

，应用材料、泛林、东京电子在薄膜沉积、刻蚀领域具备领先地位，科天在过程控制（检测、量测）设备处于领导
地位，均稳居全球前五位置。据我们测算，2021年中国大陆厂商营收在全球市场占比约2.5%。

资料来源：VLSI Research，中信证券研究部 注：部分公司营收中包含了平板显示等泛半导体领域设备，与SEMI统计口径不同

全球半导体设备厂商排名

美日欧厂商在半导体设备领域具备传统优势

排名
公司名称

（英文）

公司名称

（中文）

国家/

地区
主要产品领域 2020年营收（亿美元） 2021年营收（亿美元） 2021年增长

2021年

全球份额

1 Applied Materials 应用材料 美国 沉积、刻蚀、离子注入、化学机械研磨等 163.7 241.72 47.66% 19.45%

2 ASML 阿斯麦 荷兰 光刻设备 154 217.75 41.40% 17.52%

3 Tokyo Electron 东京电子 日本 沉积、刻蚀、匀胶显影设备等 113.2 172.78 52.63% 13.90%

4 Lam Research 泛林 美国 刻蚀、沉积、清洗等 119.3 165.24 38.51% 13.29%

5 KLA 科天 美国 硅片检测、测量设备 54.4 81.65 50.09% 6.57%

6 Advantest 爱德万测试 日本 自动测试设备 25.3 39.07 54.43% 3.14%

7 Teradyne 泰瑞达 美国 自动测试设备 22.6 37.03 63.85% 2.98%

8 SCREEN 迪恩士 日本 刻蚀、清洗设备 23.3 36.32 55.88% 2.92%

9 SEMES 细美事 韩国 清洗、光刻、封装设备 10.6 24.86 134.53% 2.00%

10 Hitachi High-Technologies 日立高新 日本 沉积、刻蚀、检测设备、封装贴片设备等 17.2 24.53 42.62% 1.97%

11 ASM International 先域 荷兰 沉积、封装键合设备等 15.2 20.24 33.16% 1.63%

12 Nikon 尼康 日本 光刻设备 10.9 19.98 83.30% 1.61%

13 ASM Pacific Techonology ASM太平洋 新加坡 后段制程、SMT工艺设备 10.3 17.39 68.83% 1.40%

14 Kokusai Electric 国际电气 日本 热处理设备 14.6 16.38 12.19% 1.32%

15 DISCO 迪斯科 日本 晶圆切割设备 15.9 21.67 36.29% 1.74%

TOP15合计 770.5 1136.61 47.52% 91.44%

其他 153.6 106.39 -30.74% 8.56%

设备厂商总计 924.1 1243 34.51% 100.00%
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长江存储：美日占比最高，中国大陆占比持续提升

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部注：数据范围为相关网站公布的长江存储2017~2022年招标数据，数据截至2022年7月4日

长江存储近五年部分设备招标项目累计数量占比 长江存储近五年历年部分设备招标项目数量占比

• 从近五年长江存储招投标项目累计数量（按供应商总部国家/地区

统计）来看，美国、日本厂商中标项目数量占比分别达43%、

30%，反映出两地区厂商仍占据主流地位。五年累计招标中，中国

大陆厂商中标项目数量占比15%。

• 分年度看，2021年长江存储415项设备招标中，中国大陆厂商中标项

目数量占比22.2%，过去几年呈现逐渐上升趋势，相应美国厂商中标

项目数量占比呈现下降趋势。

43.44%

29.52%

15.71%

3.47%

2.77%
1.85% 1.68% 1.56%

美国 日本 中国大陆 韩国 荷兰 中国台湾 英国 马来西亚

58.7%

42.0% 46.4%
39.7%

31.8%

29.8%

22.2%
25.8%

31.5%

30.1%

4.0%

12.5%

14.3% 16.8%
22.2%
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美国 日本 中国大陆 韩国 荷兰 中国台湾 英国 马来西亚
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华力集成：美日占比最高，中国大陆2021年占比达24%

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部注：数据范围为相关网站公布的华力集成2016~2022年招标数据，数据截至2022年7月4日

华力集成近六年部分设备招标项目累计数量占比 华力集成近五年历年部分设备招标项目数量占比

• 从近六年华力集成招投标项目累计数量（按供应商总部国家/地区

统计）来看，美国、日本厂商中标项目数量占比分别达41%、

22%，反映出两地区厂商仍占据主流地位。六年累计招标中，中国

大陆厂商设备中标项目数量占比19%。

• 分年度看， 2020年华力集成164项设备招标中，中国大陆厂商中标

项目数量占比27.9%；2021年华力集成38项设备招标中，中国大陆厂

商中标项目数量占比23.7%；2022年（截至7月4日）华力集成5项设

备招标中，中国大陆厂商中标项目数量占比20%，稳定在两成左右。

41.02%

21.78%

19.52%

3.82%

3.39%
3.11%

7.36%

美国 日本 中国大陆 中国台湾 荷兰 德国 其他

75.0%

28.6%

43.9% 44.7%
36.4% 34.2%
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40.0%
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20.0%
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华虹无锡：美日占比最高，中国大陆近两年占比达23%

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部注：数据范围为相关网站公布的华虹无锡2018~2022年招标数据，2022年数据截至2022年7月4日

华虹无锡近四年部分设备招标项目累计数量占比 华虹无锡近四年历年部分设备招标项目数量占比

• 从近四年华虹无锡招投标项目累计数量（按供应商总部国家/地区

统计）来看，美国、日本厂商中标项目数量占比分别达35%、

27%，反映出两地区厂商仍占据主流地位，中国大陆厂商设备中标

项目数量占比21%。

• 分年度看，2020年华力集成166项设备招标中，中国大陆厂商中标项

目数量占比23.5%；2021年华力集成160项设备招标中，中国大陆厂

商中标项目数量占比21.3%；2022年（截至7月4日）华力集成128项

设备招标中，中国大陆厂商中标项目数量占比22.7%，近两年国产厂

商占比呈现上升趋势。

34.50%
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3. 设备厂商现状：优秀国产厂商涌现，国产替代
有望加快

I. 刻蚀：国产化率22%，中微公司、北方华创、屹唐股份三强崛起

II. 薄膜沉积：国产化率5.7%，拓荆科技、北方华创、盛美上海为国产前三强

III. 过程控制：国产化率3.6%，中科飞测、精测半导体、睿励科学仪器国内领先

IV. 氧化扩散/热处理设备：国产化率28%，北方华创优势较为明显

V. 清洗设备：国产化率38%，盛美上海中标设备数量国产最多，仅次于日本迪恩士

VI. 去胶设备：国产化率74%，屹唐股份、盛美上海国产入围

VII. 化学机械抛光：国产化率23%，华海清科为国内细分龙头

VIII. 离子注入：国产化率3.1%，烁科中科信国产获采购

IX. 涂胶显影：国产化率1%，芯源微实现国产零突破

X. 光刻：国产化率1.1%，阿斯麦绝对垄断，上海微实现国产零突破
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 由于半导体设备种类繁多，制造原理各异，在各细分
领域中已形成具备一定规模和国内替代技术实力的国
产细分龙头厂商，但与海外厂商相比技术实力与收入
体量相差仍大。国内厂商中，北方华创、中微公司、
盛美上海等厂商已横向实现平台化布局，值得重点关
注。

 北方华创为国内规模最大、产品覆盖最广的半导体设
备公司，在氧化扩散/热处理、PVD设备具备较强的产
品竞争力，硅刻蚀和金属刻蚀、清洗机亦导入长江存
储。

 中微公司为国内半导体设备技术领先龙头，在集成电
路制造使用的刻蚀设备以及LED外延片生长使用的
MOCVD设备领域技术领先，在长江存储介质刻蚀份
额已达到30%左右水平，已横向拓展化学气相沉积和
量测设备等市场。

 盛美上海在清洗设备方面通过自研技术解决了兆声波
清洗的缺点，与国际龙头差异化竞争，争夺高端市场
，同时横向拓展电镀、立式炉，以及先进封装所用的
刻蚀、涂胶显影、抛光、去胶等设备。

 拓荆科技、华海清科、芯源微、屹唐股份、至纯科技
、精测电子、中科飞测、烁科中科信、华峰测控、长
川科技等公司在国内细分领域领先。

资料来源：各公司公告，中国电子专用设备协会，中信证券研究部 *注：2020、2021年国内半导体设备厂商半导体设备收入为中国电子专用设备工业协会测算，并非表中数值加总

国内部分半导体设备厂商情况

国内在半导体设备各细分领域涌现出一批代表性公司

公司 2021年半导体设

备收入（亿元）

2020年半导体

设备收入（亿

元）

2021年占国

产市场份额

2020年占国

产市场份额

主要产品 应用领域

北方华创 79.5 48.7 20.6% 20.0% 刻蚀、薄膜沉积、氧化

扩散、清洗设备等

集成电路、分立器件、

LED、光伏、面板

中微公司 31.1 22.7 8.1% 9.3% 刻蚀、薄膜沉积设备等 集成电路、分立器件、

LED

盛美上海 15.5 10.1 4.0% 4.2% 清洗、电镀、炉管设备

等

集成电路、分立器件

屹唐股份 23.1 9.5% 去胶、刻蚀、快速热处

理

集成电路、分立器件

拓荆科技 7.6 4.4 2.0% 1.8% 薄膜沉积设备（PECVD）集成电路、分立器件、

光伏、LED

华海清科 8.1 3.9 2.1% 1.6% 化学机械抛光(CMP)设备 集成电路、分立器件

芯源微 8.1 3.2 2.1% 1.3% 涂胶显影、清洗、去胶 集成电路、分立器件、

光伏

至纯科技 7.0 2.2 1.8% 0.9% 高纯工艺系统、清洗设

备

集成电路、分立器件、

平板显示、光伏、LED

等

精测电子 1.4 0.7 0.4% 0.3% 光学检测设备 面板、LED、集成电路、

分立器件等

万业企业 0.8 0.2 0.2% 0.1% 离子注入机 光伏、集成电路

睿励科学仪

器

n/a n/a 光学检测设备、量测设

备

集成电路、分立器件、

光伏、LED

上海微电子 n/a n/a 光刻机，且已经能够提

供90nm工艺设备

集成电路、分立器件等

烁科中科信 n/a n/a 离子注入机、快速退火

炉

集成电路、分立器件、

光伏

中科飞测 n/a n/a 光学检测设备 集成电路、分立器件

华峰测控 8.8 4.0 2.3% 1.6% 自动化测试系统 集成电路、分立器件

长川科技 15.1 8.0 3.9% 3.3% 分选机、测试机 集成电路、分立器件

……

半导体设备

厂商合计

385.5* 242.9*
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国家02专项已公开部分项目及企业梳理

所属公司 代码 项目名称 时间 具体成果 公司介绍 成果应用

1 北方华创 002371.SZ

65-45nm PVD设备研发（北方微电子） 2009 物理气相沉积设备（PVD）

公司产品综合覆盖了集成电路、先进封装、
化合物半导体、面板、LED、MEMS、太阳能
光伏等半导体相关领域.在集成电路领域，公
司产品覆盖了刻蚀、成膜、氧化/扩散、清洗、
流量计五大类设备，公司已有30多种成熟设
备在国内集成电路生产线上量产使用。

完成了刻蚀机、磁控溅射、氧化炉、低压化学气相沉积、清洗机、原子层沉积等集
成电路设备90/55/40/28纳米工艺验证，实现产业化；刻蚀（ETCH）、单片退火系统、
化学气相沉积（CVD）三大类集成电路设备进入14纳米工艺验证阶段，首次实现与
国外设备同步验证。2008年3月6日，北方微电子公司自主研制的NMC 612高密度等
离子刻蚀机正式进入中芯国际北京12英寸工厂生产线，应用于90-65纳米硅栅刻蚀和
浅槽隔离刻蚀等工艺制程。2013年推出的Polaris T是应用于先进封装领域TSV阻挡层、
籽晶层沉积工艺的高性能PVD设备，可面对极具挑战的TSV孔隙填充工艺要求，可以
实现5um直径、12:1深宽比TSV深孔的无孔洞电镀填充，兼容12英寸硅、玻璃等多种
基片。2015年exTin H430 TiN PVD设备、eVictor A830 Al pad PVD两款设备进入海外主
流芯片企业外，Booster A630单片退火系统、NMC612硅刻蚀设备也成为中芯国际的
基线（Baseline）机台，实现大生产线的批量生产。2016年11月推出200mm高性能
多功能磁控溅射系统，满足先进封装、微机电系统等多领域制程的发展需求，推出
当月就实现销售。

65nm超精细清洗设备研制与产业化 2010 清洗设备

45-32nm LPCVD设备产业化 2011-2016 化学气相沉积设备（CVD）

14nm 立体栅等离子体刻蚀机研发及产业化 2014-2017 刻蚀机

28-14nm 原子层沉积系统（ALD）产品研发及产业
化

2015-2018 原子层沉积系统（ALD）

14-7nm CuBS多工艺腔室集成装备研发及产业化 2016-2019
刻蚀、氧化/扩散、清洗、气体
质量流量计等

2 中电科装备 未上市

90-65nm 大角度离子注入机研发及产业化 2008.8 离子注入机
公司是我国以集成电路制造装备、新型平板
显示装备、光伏新能源装备以及太阳能光伏
产业为主的科研生产骨干单位，形成了以光
刻机、平坦化装备（CMP）、离子注入机、
电化学沉积设备（ECD）等为代表的微电子
工艺设备研究开发与生产制造体系，涵盖材
料加工、芯片制造、先进封装和测试检测等
多个领域。

已在中芯国际集成电路大线应用5台，特种离子注入机应用5台
45-22nm低能大束流离子注入机研发及产业化 2011.1 离子注入机

28-14nm 抛光设备及工艺、配套材料产业化 2015.1 化学机械抛光设备（CMP） 已在中物院应用2台6-8英寸定制机型

300mm 超薄晶圆减薄抛光一体机研发与产业化 2014.1 化学机械抛光设备（CMP） 已在华进半导体应用1台

300mm硅片单面抛光机（CMP）的开发 2009.1 化学机械抛光设备（CMP） 已在有研新材料应用1台

封装设备关键部件与核心技术 2009.1 封装设备 已配套整机应用1500余套

关键封装设备、材料应用工程 2009.1 封装设备 已在长电科技等应用50余套

面向通讯、多媒体等（国产）高端芯片封装的封装
设备与材料应用工程

2012.1 封装设备 已在长电科技等应用10台

3 拓荆科技 688072.SH

90-65nm 等离子体增强化学气相沉积（PECVD）设
备研发与应用

2010-2015

等离子体增强化学的气相沉积
（PECVD）

拓荆科技自成立以来，始终专注于芯片制造
设备领域，现已成为国内唯一一家产业化应
用的集成电路PECVD（等离子体增强化学气
相沉积）、SACVD（次常压化学气相沉积）
设备厂商，也是国内领先的ALD（原子层沉
积）设备厂商。

公司主要产品已批量发往各大行业领先集成电路制造企业产线，广泛应用于国内晶
圆厂14nm及以上制程集成电路制造产线，并已展开10nm及以下制程产品验证测试。

1x nm 3D NAND PECVD研发与产业化

4 芯源微 688037.SH

凸点封装涂胶显影、单片湿法刻蚀设备的开发与产
业化

2009-2012 湿法刻蚀设备 芯源微自2002年成立，主要从事半导体设备
研发和销售，芯源微的产品包括光刻工序涂
胶显影设备（涂胶、显影机、喷胶机）和单
片式湿法设备（清洗机、去胶机、湿法刻蚀
机），可用于8/12英寸单晶圆处理（如集成
电路制造前道晶圆加工及后道先进封装环节）
及6英寸及以下单晶圆处理（如化合物、

MEMS、LED芯片制造等环节）。

300mm 晶圆匀胶显影设备研发 2012-2015 匀胶机等
突破了193nm光刻工艺超薄胶膜均匀涂敷等多项关键核心技术，成功研制出具有自
主知识产权的300mm晶圆匀胶显影设备考核测试机和上线示范应用机，并在项目实
施期间销售5台匀胶显影设备。

5 华海清科 A20569.SH
28-14nm抛光设备及工艺、配套材料产业化-CMP抛
光系统研发与整机系统集成

2017-2019 化学机械抛光设备（CMP）等

华海清科股份有限公司是一家拥有核心自主
知识产权的高端半导体设备制造商。公司主
要从事化学机械抛光（CMP）、研磨等设备
和配套耗材的研发、生产、销售，以及晶圆
再生代工服务。

2014年，华海清科研制出国内首台12英寸“干进干出”CMP商业机型—Universal-300，

2015年该机台进入中芯国际北京厂，2016年通过中芯国际考核并实现销售。这填补
了我国集成电路制造领域CMP设备技术的空白，打破了国外垄断。截至2017年，该
机台已累计加工60000余片硅片。

资料来源：各公司官网，公司招股说明书，公司公告，中国科学院网站，科塔学术网站，中信证券研究部 注：表格内仅统计部分已公开项目信息
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国家02专项已公开部分项目及企业梳理

所属公司 代码 项目名称 时间 具体成果 公司介绍 成果应用

6 上海微电子 未上市

浸没光刻机关键技术预研项目 2006-2017

光刻机等

上海微电子装备(集团)股份有限公司(简称SMEE)主要致力于半导体
装备、泛半导体装备、高端智能装备的开发、设计、制造、销售
及技术服务。公司设备广泛应用于集成电路前道、先进封装、FPD
面板、MEMS、LED、Power Devices等制造领域。

目前已经能生产干式90nm的光刻机。属于沉浸式的65nm、45nm和

28nmDUV光刻机项目还未能突破，当前世界上最先进的7nm EUV光刻
机还没有开始整机立项研发。

90nm光刻机样机研制 2006-2017

65nm光刻机研制

大视/双面对准步进投影光刻机 2015

28nm节点浸没式分步重复投影光刻机研发成功
并实现产业化

2015

7 中微公司 688012.SH

65-45nm等离子介质刻蚀设备产品研制和产业化

介质刻蚀机（CCP）等
中微公司是一家以中国为基地、面向全球的微观加工高端设备公
司，中微开发的等离子体刻蚀设备和化学薄膜设备是制造各种微
观器件的关键设备，可加工微米级和纳米级的各种器件。

从2008年起，在国家科技重大专项和上海市政府的研发资金支持下，
中微先后成功开发和销售了适用于65/45/28/20/14/10/nm米工艺制程的
一系列等离子体刻蚀设备，陆续覆盖了存储器件和逻辑器件制造中大
部分的介质刻蚀和导体刻蚀工艺，始终保持着与当时的世界先进水平
同步。2019年6月，中微半导体成功研发生产世界上第一台5nm蚀刻机，
并实现向台积电供货。2021年5月，中微半导体又完成3nm蚀刻机的研
发工作，并开始量产。

32-22nm等离子介质刻蚀设备产品研制和产业化

22-14nm等离子介质刻蚀设备产品研制和产业化

8 中科信 未上市

12英寸90-65nm大角度离子注入机研发及产业化 2006-2010

离子注入机

北京中科信电子装备有限公司成立于2003年，是中电科电子装备
集团有限公司（中电科隶属于中国电子科技集团有限公司）的全
资子公司。中科信是一家专业从事离子注入机研发、生产、制造
和销售，以及光伏系列产品生产和销售的高新技术企业。

90nm～65nm大角度离子注入机于2010年10月进入中芯国际北京公司

FAB至今，已完成基于90nm工艺器件的匹配测试、90nm商用器件小批
量测试，WAT(晶片允收测试)测试数据达到中芯要求，现正处于65nm
工艺器件匹配测试阶段，即将进行该制程的器件小批量工艺测试。

12英寸45-22nm低能大束流离子注入机研发及产
业化

2011-2015

9 晶盛机电 300316.SZ

300mm硅单晶直拉生长装备的开发 2009-2014

硅单晶炉

晶盛机电股份有限公司创建于2006年12月，是国内领先的半导体
材料装备和LED衬底材料制造的高新技术企业，相继开发出具有完
全自主知识产权的全自动单晶生长炉、多晶铸锭炉、区熔硅单晶
炉、蓝宝石炉、碳化硅炉等晶体生长设备，

成功研制出可安装28”和32”热场、满足300mm直拉硅单晶90-65nm特征
线宽、高性能要求的新型全自动硅单晶生长炉商业样机。

8英寸区熔硅单晶炉国产设备研制 2011

公司从2007年率先推出国内首台全自动硅单晶炉开始，已接连研制出
多款满足直径6-12英寸硅单晶生长装备。2020年由公司研制开发的国
内首台硬轴直拉炉成功生长出首颗8英寸硅单晶。

10 盛美上海 688082.SH

45-22纳米单片晶圆清洗装备研发与应用 2011-2015 清洗设备
2005年，盛美在上海成立，公司主要产品有半导体清洗设备、半
导体电镀设备和先进封装湿法设备等。通过自主研发的单片兆声
波清洗技术、单片槽式组合清洗技术、电镀技术、无应力抛光技
术和立式炉管技术等，公司主要客户包括SK海力士、中芯国际、
华虹集团、长江存储、长电科技等。

自主研发单片兆声波清洗技术、单片槽式组合清洗技术、电镀技术、
无应力抛光技术和立式炉管技术等

20-14nm铜互连镀铜设备研发与应用 2011-2015 镀铜设备

65-45nm铜互连无应力抛光设备研发 2006-2010 无应力抛光设备

11 万业企业 600641.SH 300mm高能离子注入机装备及工艺研发 2019 离子注入机

2018年，万业企业成功收购上海凯世通半导体股份有限公司，正
式进入集成电路四大核心装备之一的离子注入机领域。凯世通是
中国领先的离子注入机研发制造企业，技术覆盖范围从突破超越

7nm到成熟主流工艺制程。

自主研发中束流离子注入机，在中芯国际大生产线上稳定流片逾200万
片。

12 华卓精科 A20224.SH

IC装备高端零部件集成制造工艺研究与生产制造2013 整机系统

华卓精科主营业务包含高端整机、超精密运动系统、精密仪器设
备和高端特种制造等方面。浸没式光刻机双工件台产品研制与能力建设 2017 光刻机双工件台

浸没式光刻机双工件台平面光栅位置测量系统
研发

2018 光刻机双工件台

资料来源：各公司官网，公司招股说明书，公司公告，中国科学院网站，科塔学术网站，中信证券研究部 注：表格内仅统计部分已公开项目信息
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长江存储中标供应商中:

北方华创、屹唐股份、中微公司、盛美上海位列国产供应商前列

 长江存储：中标供应商中，美国厂商（泛林、应用材
料、科天、Onto、泰瑞达等）、日本厂商（东京电子、
国际电气、迪恩士、爱德万等）仍是采购主流。

 国内厂商方面，中国国际招标网数据显示，
2017~2021年间

 北方华创在长江存储共中标56次、143台设备;

 屹唐股份同期在长江存储共中标48次、102台设
备;

 中微公司同期在长江存储共中标37、59台设备;

 盛美上海同期在长江存储共中标29次、35台设
备。

长江存储2017~2021年设备招标各厂商中标项目数量排名

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部注：数据范围为长江存储2017~2021年招标数据
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华力集成/华虹无锡：
中标供应商中，盛美上海、北方华创等位列国产供应商前列

 华力集成：2016~2022年间盛美上海在华力集成共中标17次、21

台设备，北方华创同期在华力集成共中标11次、22台设备，屹唐
股份同期在华力集成共中标10次、12台设备，上海天隽机电设备
有限公司同期在华力集成共中标9次、42台设备（均为研磨液供
应设备），广立微同期在华力集成共中标8次、14台设备（均为
EDA软件或晶圆电性测试仪），中微公司同期在华力集成共中标
7次、15台设备。

华力集成2016~2022年设备招标各厂商中标项目数量排名

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部注：数据范围为华力集成2016~2022年招标数据；；2022年截至7月4日

华力无锡2018~2022年设备招标各厂商中标项目数量排名

 华虹无锡：2018~2022年间盛美上海在华虹无锡共中标22次、23

台设备，北方华创同期在华虹无锡共中标18次、25台设备，中微
公司同期在华虹无锡共中标11次、14台设备，华海清科同期在华
虹无锡共中标11次、13台设备，屹唐股份同期在华虹无锡共中标
11次、25台设备，拓荆科技同期在华虹无锡共中标7次、7台设备。
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【分设备类型】
——刻蚀：国产化率22%，中微公司、北方华创、屹唐股份三强崛起

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部；2022年截至7月4日

 长江存储：国产刻蚀设备主要采购自中微公司、北方华
创、屹唐股份。

 在长江存储2017~2021年刻蚀设备招标中，中微公司设
备中标数量位列第三，累计58台，仅次于泛林、东京电

子，高于应用材料，体现出中微公司在刻蚀设备领域达
到国际水平的技术竞争力。北方华创、屹唐股份仅次于
应用材料，分别录得24台、18台。

长江存储2017~2022设备招标刻蚀设备各厂商中标数量合计

 刻蚀设备方面，中微公司、北方华创、屹唐股份分列国内前三。

 中微公司工艺覆盖范围相对较广，其主力出货类型为CCP（电容耦合等离子刻蚀），面向介质刻蚀较多，近期ICP

（电感耦合等离子刻蚀）逐步发力，未来工艺范围有望进一步拓宽；

 北方华创主要工艺覆盖为多晶硅、浅沟槽、铝刻蚀等类型，主要面向金属、硅等导体刻蚀为主；

 屹唐股份在长江存储获得大量采购，主要面向介质刻蚀。

 从三座晶圆厂累计招标情况统计，国产设备中标总数137台，晶圆厂招标设备总数630台，由此计算国产化率约22%（按
照台数占比，下同）。与国外厂商相比，国产刻蚀设备在刻蚀精度、工艺覆盖率等方面还存在进一步提升空间。
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【分设备类型】
——刻蚀：国产化率22%，中微公司、北方华创、屹唐股份三强崛起

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部；2022年截至7月4日

 华虹无锡：中微公司位列第二，仅次于泛林，高于迪恩
士、东京电子。

 中微公司共中标14台，北方华创中标6台，其中中微公司

中标设备包括钝化膜刻蚀、氧化膜刻蚀、介质侧墙刻蚀等，
北方华创中标设备包括多晶硅刻蚀、浅沟槽刻蚀等。

华虹无锡2018~2022设备招标刻蚀设备各厂商中标数量合计

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部；2022年截至7月4日

 华力集成：中微公司中标数量位列第二，仅次于泛林，
高于东京电子、应用材料。

 过去五年华力集成招标期间，中微公司共中标15台，北
方华创中标1台。其中中微公司中标设备包括光阻刻蚀、

铜互连沟槽刻蚀、钝化膜刻蚀、通孔刻蚀、多晶硅刻蚀等，
北方华创中标设备为多晶硅STI刻蚀。

华力集成2016~2022设备招标刻蚀设备各厂商中标数量合计
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——薄膜沉积：
国产化率5.7%，拓荆科技、北方华创、盛美上海为国产前三强

 薄膜沉积设备方面，拓荆科技、北方华创、盛美上海分列中标数量国内前三，但三家厂商设备类型有明显差异。

 其中拓荆科技主要为PECVD（等离子增强化学气相沉积），北方华创主要为PVD（物理气相沉积），盛美上海涉及电镀设
备，三家厂商均是对应细分设备（PECVD、PVD、电镀）领域的国内龙头，产业地位突出。中微公司等企业目前也在布局
薄膜沉积设备领域。

 从三座晶圆厂累计招标情况统计，国产设备中标总数58台，晶圆厂招标设备总数1024台，由此计算国产化率约5.7%。与海
外厂商相比，国产厂商在薄膜沉积领域工艺覆盖类型方面尚不完善，仍有较大发展空间。

 长江存储：薄膜沉积设备主要采购日美设备，包括东
京电子、国际电气、泛林、应用材料等。

 国产厂商中，拓荆科技、北方华创分别中标14台、11

台，其中拓荆科技中标设备主要为PECVD（等离子增
强化学气相沉积），北方华创中标设备主要为PVD

（物理气相沉积）。

资料来源：Intel官网，中信证券研究部

长江存储2017~2021设备招标薄膜沉积设备各厂商中标数量合计（台）
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27资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部；2022年截至7月4日

 华虹无锡：主要采购应用材料、泛林，国产厂商包括北
方华创、拓荆科技、江苏芯梦。

 其中，北方华创中标设备为PVD，拓荆科技中标设备为
PECVD，江苏芯梦中标设备为化学镀设备。

华虹无锡2018~2022设备薄膜沉积设备各厂商中标数量合计（台）

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部；2022年截至7月4日

 华力集成：应用材料中标最多，国产包括拓荆科技、北
方华创、盛美上海。

 其中拓荆科技中标设备为PECVD，北方华创中标设备为
溅射设备，盛美上海中标设备为铜电镀设备。

华力集成2016~2022设备招标薄膜沉积设备各厂商中标数量合计（台）

——薄膜沉积：
国产化率5.7%，拓荆科技、北方华创、盛美上海为国产前三强
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——过程控制：
国产化率3.6%，中科飞测、精测半导体、睿励科学仪器国内领先

 过程控制设备方面，中科飞测、精测半导体、睿励科学仪器属于国内布局领先企业。

 中科飞测主要产品为光学表面三维形貌量测设备等光学检测设备，精测半导体、睿励科学仪器主要产品均为膜厚量测设备。

 从三座晶圆厂累计招标情况统计，国产设备中标总数25台，晶圆厂招标设备总数703台，由此计算国产化率约3.6%，国产厂
商设备仅覆盖膜厚量测、光学形貌量测等类型，品类尚不齐全，存在较大市场空间尚待开拓。

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部

 长江存储：过程控制设备主要采购美、日设备，包括Onto（由Nanometrics 和 Rudolph Technologies合并）、科天、日立高新、应用材
料、赛默飞等。

 国产厂商中，中科飞测、精测半导体、睿励科学仪器分别中标7台、6台、2台。其中中科飞测中标设备主要为光学表面三维形貌量测设备，
精测半导体中标设备主要为膜厚光学关键尺寸量测仪，睿励科学仪器中标设备为介质薄膜测量系统。

长江存储2017~2021设备招标过程控制设备各厂商中标数量合计（台）
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——过程控制：
国产化率3.6%，中科飞测、精测半导体、睿励科学仪器国内领先

 华力集成：Nova Measuring、科天中标最多，国产仅睿励科学仪
器中标。

 其中Nova Measuring为以色列量测设备公司，共计中标45台，中
标产品包括化学机械研磨厚度在线测量设备、光学线宽测量仪设
备、硅片厚度测量仪、X射线光电子能谱分析量测设备等。

 睿励科学仪器于2019年11月中标的1台设备为后段膜厚测量仪设
备(BEOL)。

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部

华力集成2016~2022设备招标过程控制设备各厂商中标数量合计（台）

 华虹无锡：主要采购科天、日立高新，国产厂商包括吉姆西半导
体科技、无锡卓海。

 其中，吉姆西半导体科技8台中标设备为膜厚测量仪，无锡卓海1

台中标设备为套刻精度检测机。吉姆西半导体科技主要业务为半
导体再制造设备和研磨液供应系统；无锡卓海科技专注半导体前
道检测与量测设备领域的研发、制造、修理、技术服务。

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部；2022年截至7月4日

华虹无锡2018~2022设备招标过程控制设备各厂商中标数量合计（台）
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——氧化扩散/热处理设备：国产化率28%，北方华创优势较为明显

 氧化扩散/热处理设备方面，北方华创中标设备数量靠前，尤其是在长江存储中获采购数量较大。

 北方华创相关设备主要以各类氧化炉、退火炉、合金炉等为主；除北方华创外，屹唐股份、盛美上海等公司亦有相关炉管产
品；上海微电子面向IGBT等应用开发了激光退火设备，与炉管设备有所区别。

 从三座晶圆厂累计招标情况统计，国产设备中标总数136台，晶圆厂招标设备总数482台，由此计算国产化率约28.2%。

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部

 长江存储：北方华创中标仅次于东京电子，屹
唐股份、成都莱普科技亦获得采购。

 其中北方华创共计中标100台，中标产品涵盖
氧化、退火、合金等设备。

 屹唐股份中标8台，主要为退火设备。

 成都莱普科技于2021年9月中标2台，为退火
设备。

长江存储2017~2021设备招标薄膜沉积设备各厂商中标数量合计（台）
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——氧化扩散/热处理设备：国产化率28%，北方华创优势较为明显

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部

 华力集成：东京电子、应用材料等企业领先，北方华创、
屹唐股份、盛美上海亦获得采购。

 其中北方华创共计中标4台，中标产品涵盖退火、合金、
氧化炉设备；屹唐股份（Mattson）中标2台，为快速热退
火/快速热氧化设备；盛美上海中标1台，为低压高温氧化
炉设备。

华力集成2016~2022设备招标氧化扩散/热处理设备各厂商中标数量合计（台）
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 华虹无锡：东京电子获采购最多，国产厂商包括北方华
创、屹唐股份、上海微电子等。

 其中，北方华创中标11台设备，包括合金退火炉、真空
烘烤炉等；屹唐股份中标4台，为快速热退火设备；上
海微电子中标4台，为背面激光退火设备。

华虹无锡2018~2022设备招标氧化扩散/热处理设备各厂商中标数量合计（台）

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部；2022年截至7月4日
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——清洗设备：
国产化率38%，盛美上海中标设备数量国产最多，仅次于日本迪恩士

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部

 长江存储：盛美上海中标设备数仅次于日本厂商迪恩士，
国产中标厂商还包括芯矽科技、北方华创、屹唐股份。

 其中盛美上海共中标35台，中标产品主要包括各类型单
片式清洗机；芯矽科技共计中标5台，中标产品为零部件
清洗机；北方华创共中标2台制程挡控片蚀刻回收清洗机；
屹唐股份亦于2021年中标2台清洗设备。

长江存储2017~2021设备招标清洗设备各厂商中标数量合计（台）

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部；2022年截至7月4日

 华力集成：盛美上海中标仅次于日本迪恩士，北方华创、
芯源微亦获得采购。

 其中盛美上海共计中标19台，中标产品涵盖前段、后段
工艺的清洗设备。北方华创中标13台，均为部件清洗设
备；芯源微中标3台，为刷片清洗设备。

华力集成2016~2022设备招标清洗设备各厂商中标数量合计（台）
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——清洗设备：
国产化率38%，盛美上海中标设备数量国产最多，仅次于日本迪恩士

 华虹无锡：迪恩士、盛美上海分列前两位，国产厂商还包
括上海稷以科技有限公司。

 其中，盛美上海中标24台设备涵盖前后段制程，涉及铜线

聚合体剥离、铝线及通孔清洗、多晶硅氧化膜硅片再生、
扩散炉前清洗等环节，产品应用较为多样；上海稷以科技
有限公司于2021年9月首次中标华虹无锡清洗设备1台，具
体产品为300mm薄片等离子背面清洗机。

华虹无锡2018~2022设备招标清洗设备各厂商中标数量合计（台）

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部；2022年截至7月4日

 清洗设备方面，盛美上海在选取的三家晶圆厂中设备中标数
量位列第二，仅次于日本迪恩士。

 盛美上海清洗设备工艺覆盖面较广，基本涵盖前、中、后段
工艺。国内至纯科技、北方华创、芯源微、屹唐股份等企业
均有所布局，积极推进国产化。

 盛美上海以超/兆声波方法为特色，可搭配二流体清洗，并
推出槽式湿法、刷洗设备，根据公司官方公众号，截至
2021年10月，其湿法设备交付2000腔，累计出货超过300

台。

 至纯科技产品包括槽式湿法工作站和单片式湿法设备，其中
单片式湿法设备为旋转喷淋 Spin-Spray 类型，对标
SCREEN、LAM等企业，根据公司公告及产业调研，截至
2021年三季度末，公司湿法设备累计交付超过100台。

 芯源微产品包括单片式清洗机及Scrubber刷洗设备等，在中
芯国际、上海华力、厦门士兰集科等多客户处通过工艺验证，
获得多家Fab厂批量重复订单。

 从三座晶圆厂累计招标情况统计，国产设备中标总数114台，
晶圆厂招标设备总数381台，由此计算国产化率约37.8%。
当前国产设备主要在后端制程为主，且部分用于处理控片、
挡片，在正片、前端制程应用相对有限，未来仍存在较大发
展空间。
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——去胶设备：国产化率74%，屹唐股份、盛美上海国产入围

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部

 长江存储：屹唐股份中标数量位列第一。

 屹唐股份共计中标74台，数量超过韩国PSK，中标产品

涵盖前、中、后段干法去胶设备。屹唐股份为中标范围
内唯一一家国产厂商。

长江存储2017~2021设备招标去胶设备各厂商中标数量合计（台）

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部；2022年截至7月4日

 华力集成：屹唐股份中标数量位列第一。

 屹唐股份共计中标10台，中标产品为等离子去胶设备，
涵盖前、中、后段去胶工艺。

华力集成2016~2022设备招标去胶设备各厂商中标数量合计（台）
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——去胶设备：国产化率74%，屹唐股份、盛美上海国产入围

 华虹无锡：迪恩士获采购较多，国产厂商包括屹唐股
份、盛美上海。

 其中，屹唐股份中标21台设备，均为等离子去胶设备；
盛美上海中标9台，均为前段光刻胶剥离设备。

华虹无锡2018~2022设备招标去胶设备各厂商中标数量合计（台）

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部；2022年截至7月4日

 去胶设备方面，屹唐股份、盛美上海等公司入围，两家
设备类型有所区别。

 其中，屹唐股份主要产品为各类等离子体干法去胶设备，
其收购的Mattson在去胶领域具有长期技术积累，国产
化率相对较高，盛美上海产品为湿法光刻胶剥离设备。

 从三座晶圆厂累计招标情况统计，国产设备中标总数
114台，晶圆厂招标设备总数154台，由此计算国产化率
约74.0%。

公司名称 设备名称 数量 招标时间

屹唐股份

等离子体去胶机 1 2020-01-21

等离子去胶机 5 2020-04-27

等离子去胶机 4 2020-12-28

等离子去胶机 1 2021-02-22

等离子去胶机 2 2021-08-09

等离子去胶机 7 2022-04-07

等离子去胶机 1 2022-06-17

盛美上海

前段光刻胶剥离单片设备 1 2020-04-21

前段光刻胶剥离设备 1 2020-11-17

前段光刻胶剥离设备 1 2020-12-28

前段光刻胶剥离设备 1 2021-02-22

前段光刻胶剥离单片设备 1 2022-02-17

光刻胶剥离设备(标准版) 4 2022-02-17

华虹无锡2018~2022设备招标国产去胶设备明细（台）
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——化学机械抛光：国产化率23%，华海清科为国内细分龙头

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部

 长江存储：应用材料、华海清科中标最多。

 其中华海清科共计中标34台，仅次于应用材料，中标

产品主要为层间介质层化学机械抛光机、氧化硅化学机
械抛光机、晶圆硅面化学机械抛光机等。

长江存储2017~2021设备招标化学机械抛光设备各厂商中标数量合计（台）

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部；2022年截至7月4日

 华力集成：应用材料、荏原制作所领先，国内华海清科
中标。

 华海清科共计中标4台，中标产品涵盖硅研磨设备、铜化

学机械研磨设备、氧化硅化学机械研磨设备和硅片背面
氧化膜化学机械研磨设备。

华力集成2016~2022设备招标化学机械抛光设备各厂商中标数量合计（台）
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——化学机械抛光：国产化率23%，华海清科为国内细分龙头

 华虹无锡：应用材料、华海清科获采购较多。

 华海清科共计中标13台设备，化学机械抛光工艺涵盖
铜、硅片再生、浅沟槽绝缘氧化膜&多晶硅膜、钨等工
艺环节，应用领域较为多样；吉姆西半导体科技中标6

台，为氧化膜化学机械抛光设备。

华虹无锡2018~2022设备招标化学机械抛光设备各厂商中标数量合计（台）

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部；2022年截至7月4日

 化学机械抛光设备方面，华海清科为国内细分龙头。

 化学机械抛光设备涵盖铜、硅片再生、浅沟槽绝缘氧化
膜&多晶硅膜、钨等多类材料。

 从三座晶圆厂累计招标情况统计，国产设备中标总数
57台，晶圆厂招标设备总数245台，由此计算国产化率
约23.3%。与海外厂商相比，在工艺覆盖率方面，国内
厂商有进一步提升空间。

华虹无锡2018~2022设备招标国产化学机械抛光设备明细
公司名称 设备名称 数量（台） 招标时间

华海清科

化学机械抛光设备（铜） 1 2019-03-19

化学机械抛光设备（硅片再生） 1 2019-03-19

化学机械抛光设备（浅沟槽绝缘氧化膜&多晶硅膜） 1 2020-04-16

化学机械抛光设备（钨） 2 2020-04-16

化学机械抛光设备（钨） 1 2020-09-30

化学机械抛光设备（钨） 1 2020-11-17

化学机械抛光设备（钨） 1 2021-01-06

化学机械抛光设备（钨） 1 2021-01-06

化学机械抛光设备（浅沟槽绝缘氧化膜&多晶硅膜） 1 2021-01-06

化学机械抛光设备（钨） 1 2022-02-09

化学机械抛光设备（铜） 2 2022-02-09

吉姆西半导体科技

化学机械抛光设备（氧化膜） 2 2020-04-15

化学机械抛光设备（氧化膜） 1 2020-05-13

化学机械抛光设备（氧化膜） 1 2020-11-17

化学机械抛光设备（氧化膜） 1 2020-12-28

化学机械抛光设备（氧化膜） 1 2022-02-17

18

13

6

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

应用材料Applied Materials 华海清科 无锡吉姆西 DISCO



38

——离子注入：国产化率3.1%，烁科中科信国产获采购

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部

 长江存储：应用材料、亚舍立（Axcelis）中标较多。

 应用材料为离子注入领域全球龙头，共计中标43台，
中标产品涵盖高束流、中束流等类型；亚舍立Axcelis

中标8台，主要为高能离子注入设备。

长江存储2017~2021设备招标离子注入设备各厂商中标数量合计（台）

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部；2022年截至7月4日

 华力集成：应用材料、住友重工、亚舍立等企业领先，
国产烁科中科信获得采购。

 应用材料中标设备涵盖高电流、中电流和高能量离子注
入设备；住友重工中标设备包括高电流和中电流离子注
入设备；亚舍立中标设备为中电流和高能量离子注入机；
烁科中科信于2019年中标1台中束流离子注入机。

华力集成2016~2022设备招标离子注入设备各厂商中标数量合计（台）
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——离子注入：国产化率3.1%，烁科中科信国产获采购

 华虹无锡：住友重工、应用材料获采购最多，国产厂
商烁科中科信获得采购。

 其中，住友重工、应用材料、亚舍立分别中标30台、
25台、6台离子注入机；烁科中科信于2020、2022年
中标2台，为中电流离子注入设备。

华虹无锡2018~2022设备招标化学机械抛光设备各厂商中标数量合计（台）

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部；2022年截至7月4日

 离子注入设备方面，烁科中科信在华虹无锡、华力集
成均获得中标，中标设备均为中束流离子注入设备。

 凯世通半导体亦为国内离子注入机国产化主力厂商，低
能大束流和高能离子注入机陆续交付客户。

 从三座晶圆厂累计招标情况统计，国产设备中标总数5

台，晶圆厂招标设备总数161台，由此计算国产化率约
3.1%，该领域尚存在较大国内外差距，替代空间广阔。

华虹无锡2018~2022设备招标国产离子注入设备明细
公司名称 设备名称 数量（台） 招标时间

烁科中科信
中电流离子注入设备 1 2020-01-09

中电流离子注入设备 1 2022-03-22

公司名称 设备名称 数量（台） 招标时间

烁科中科信 中束流离子注入机 1 2019-01-14

华力集成2016~2022设备招标离子注入设备各厂商中标数量合计
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——涂胶显影：国产化率1%，芯源微实现国产零突破

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部

 长江存储：主要采购自东京电
子，部分迪恩士、汉民科技。
尚未采购国产厂商设备。

长江存储、华力集成、华虹无锡设备招标涂胶显影设备各厂商中标数量合计（台）

 华力集成：东京电子获采购数量领
先，芯源微实现零的突破。其中，
国产厂商芯源微中标1台，为防反射
层匀胶机设备/BARC Coater。
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 华虹无锡：27台招标涂胶显影设

备全部采购自东京电子，尚未采
购国产厂商设备。

 涂胶显影设备方面，东京电子获采购较多，国产设备公司中仅芯源微入围。

 芯源微在华力集成中标设备为匀胶机，国产化尚存在较大发展空间。除上述晶圆厂外，芯源微还在中芯绍兴、上海积塔、青岛
芯恩等晶圆厂获得批量招标采购，产品包括聚合物涂胶显影机、背面涂胶显影机、KrF匀胶显影机、I-line匀胶显影机等，公司
在国内涂胶显影设备领域具有一定稀缺性。

 从前述三座晶圆厂累计招标情况统计，国产设备中标总数1台，晶圆厂招标设备总数100台，由此计算国产化率约1%。
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——光刻：国产化率1.1%，阿斯麦绝对垄断，上海微实现国产零突破

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部

 长江存储

长江存储、华力集成、华虹无锡设备招标光刻设备各厂商中标数量合计（台）

 华力集成  华虹无锡

 光刻机方面，各晶圆厂均主要采购阿斯麦产品，少量采购日系厂商佳能、尼康。

 国产厂商中，上海微电子装备于2021年初于长江存储中标一台光刻机。当前在光刻机领域，后续厂与龙头厂商阿斯麦之间差距
仍较为明显。

 从三座晶圆厂累计招标情况来看，国产设备中标总数1台，晶圆厂招标设备总数93台，国产化率约1.1%，国产化率尚低。
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4. 总结：坚定看好设备国产替代趋势

I. 国产化率计算：长江存储、华虹无锡、华力集成设备国产化率

II. 长江存储在设备国产化方面较为积极，总体国产化率高于另两家晶圆厂

III.产能扩张+国产替代积极推进，看好未来1~2年半导体设备行业发展
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国产化率计算：长江存储、华力集成、华虹无锡设备国产化率

 国产化率计算：长江存储、华力集成、华虹无锡设备国产化率（按照设备台数占比，下同）分别为17.9%、12.9%、18%。

 从各类型设备来看，去胶、清洗、氧化扩散/热处理、刻蚀、化学机械抛光领域国产化率均可达到20%以上，而薄膜沉积、
过程控制、离子注入、光刻、涂胶显影设备国产化率尚低。

国产设备台数 设备总数 国产化率（按设备数量）

长江存储 华力集成 华虹无锡 合计 长江存储 华力集成 华虹无锡 合计 长江存储 华力集成 华虹无锡 合计

去胶 74 10 30 114 86 18 50 154 86.0% 55.6% 60.0% 74.0%

清洗 84 35 25 144 210 102 69 381 40.0% 34.3% 36.2% 37.8%

氧化扩散/热处理 110 7 19 136 283 52 147 482 38.9% 13.5% 12.9% 28.2%

刻蚀 34 4 19 57 172 35 38 245 19.8% 11.4% 50.0% 23.3%

化学机械抛光 100 17 20 137 456 80 94 630 21.9% 21.3% 21.3% 21.7%

薄膜沉积 34 10 14 58 807 120 97 1024 4.2% 8.3% 14.4% 5.7%

过程控制 15 1 9 25 364 179 160 703 4.1% 0.6% 5.6% 3.6%

离子注入 2 1 2 5 54 44 63 161 3.7% 2.3% 3.2% 3.1%

光刻 1 0 0 1 54 16 23 93 1.9% 0.0% 0.0% 1.1%

涂胶显影 0 1 0 1 54 19 27 100 0.0% 5.3% 0.0% 1.0%

合计 454 86 138 678 2540 665 768 3973 17.9% 12.9% 18.0% 17.1%

长江存储、华力集成、华虹无锡三座晶圆厂招投标国产设备份额统计明细（2016~2022年）

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部 注：考虑到再制造设备原品牌多为海外厂商，故未将再制造设备列入国产设备数目中；2022年截至7月4日
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长江存储在设备国产化方面较为积极，总体国产化率高于另两家晶圆厂

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部

三座晶圆厂招投标设备合计国产化率排序（2016~2022）

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部

三座晶圆厂招投标设备各自国产化率对比（2016~2022）

 三座晶圆厂横向对比来看，长江存储在设备国产化方面较为积极，总体国产化率高于另两家晶圆厂。这可能是由于长江存
储生产存储芯片，为IDM模式（设计、制造一体），设备选择自主性相对高于晶圆厂代工厂（代工厂或需考虑设计客户接受
情况）。

 华虹无锡与华力集成同属于华虹集团，而华虹无锡各类型设备国产化率基本均高于华力集成（个别如氧化扩散/热处理、离
子注入除外，但相差不大），这可能是由于华虹无锡主要制程在90nm~55nm，属于成熟制程，华力集成主要为28~14nm，
相对于华虹无锡而言属于较先进制程，成熟制程在设备国产化率方面相对更高。
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产能扩张+国产替代积极推进，看好未来3年半导体设备行业发展

 展望2023年，中芯国际、华虹无锡、华力集成等晶圆代工厂以及长鑫存储、长江存储等IDM厂均有持续产能扩增计划，
国内资本开支保持较高投入水平。

 另一方面，美国制裁华为、中芯国际等已经激发国内厂商供应链安全意识，国内晶圆厂有望加快供应链本土化，国产设
备厂商接下来3~5年有望受益国产份额的提升，半导体设备企业有较强基本面支撑。

 建议优先选择赛道空间大、产品布局全面、技术实力较强的龙头设备厂商，以及份额尚低、受益国产替代有望快速成长
的细分赛道成长型企业。

 推荐北方华创、中微公司、盛美上海，建议关注拓荆科技、华海清科、芯源微、屹唐股份、至纯科技、精测电子等。

 除晶圆厂工艺设备外，测试设备/封装设备方面亦受益国内晶圆制造、配套测试、封装产能扩张，国产化持续推进，推荐
华峰测控，建议关注长川科技、新益昌、光力科技等。
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风险因素

 下游需求不及预期；

 国际产业环境变化和贸易摩擦加剧风险；

 宏观经济增速不及预期；

 晶圆厂资本开支不及预期；

 国产设备研发进展不及预期等。
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弱于大市 相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上
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